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2.3. Si lipirea manuala ridica probleme specifice

Lipirea manuala este foarte consumatoare de timp deoarece se executa serial lipitura dupa
lipiturd. Repetabilitatea va fi destul de greu de obtinut chiar si pentru un operator experimentat.
Operatia poate fi totusi mai economica decat apelarea la un furnizor de servicii EMS pentru
asamblarea modulelor electronice prototip sau serii foarte mici.

Desi unele din defectele enumerate mai jos pot fi intalnite si in cazul asamblarii automatizate,
ele sunt totusi mai frecvente la lipirea manuala:

- lipitura rece;

- lipitura fisurata (fractured joint);

- exces de aliaj;

- delaminarea padului si a traseului de cupru de pe substrat (delamination);

- separarea substratului de protectie de materialul de baza in jurul gaurii (measling);

- punte de aliaj intre doua sau mai multe lipituri;

- lipitura cu turturi (icicle).

De aceea se recomanda pentru procesul de lipire urmatoarele reguli:

- durata lipirii sa@ nu depaseasca 5 secunde (uzual 2...5 secunde) la dispozitivele
semiconductoare si condensatoarele electrolitice pentru a evita stressul termic al componentei;

- in timpul lipirii se tin cu penseta sau clestele lat terminalele componentelor pentru a prelua si
disipa caldura excesiva;

- componentele nu trebuie sa fie miscate pana la racirea imbinarii spre a evita fisurile in lipitura;

- temperatura lipirii este un factor important pentru realizarea unei imbinari de calitate:

- cand temperatura varfului ciocanului este prea coborata, aliajul se topeste greu, timpul
de lipire creste iar piesele se pot distruge prin supraincalzire. Aliajul insuficient incalzit se
cristalizeaza repede si rezultd o “lipitura rece” care nu adera bine la piese. “Lipitura rece”
trebuie refacutd deoarece se poate desprinde cu timpul sau da nastere la “zgomote” in
functionarea circuitului electronic.

- lipituri necorespunzatoare se obtin si la utilizarea unui ciocan supraincalzit: in acest caz
aliajul de lipit se ia greu de pe varful ciocanului de lipit iar colofoniul se incalzeste prea tare,
producand “zgurad” gi pierzandu-si proprietatile decapante.

In aceasta situatie, aliajul de lipit face contact de buna calitate atat cu padul circuitului imprimat,
cat si cu terminalul componentei asamblate prin lipire.

Daca din anumite motive, una sau mai multe dintre conditile impuse lipiturii, n-au fost
indeplinite, se ajunge in situatia in care apar zone de contact imperfect, in special pe suprafata de
contact a aliajului de lipit cu terminalul.

Aspecte tehnologice privind pregatirea componentelor pentru lipire gi pozitionarea lor pe
cablajul imprimat

- in scopul asigurarii unei bune umectari de catre aliajul de lipit topit, impuritatile grosiere
(murdarie, grasimi etc.) trebuie nladturate de pe suprafetele de lipire inainte de procesul de lipire. O
atentie aparte trebuie acordata unei bune curatiri a suprafetelor de cupru ale cablajului;

- imbunétatirea sudabilitatii prin cositorirea bornelor de conectare a unor componente (in
general cele pasive, mai rezistente la soc termic) si a suprafetei de cupru a cablajului;

- suprafetele altor piese (prize de contact) pe care se efectueazéa lipirea conexiunilor se
pregatesc prin cositorire sau argintare, dupa ce in prealabil au fost degresate si decapate;

- componentele active sau pasive, cu gabarit mic sau mijlociu se pot fixa direct pe cablaj, fie
prin implantarea terminalelor componentelor in gauri (modul de fixare utilizat in majoritatea cazurilor)
fie prin asezarea terminalelor direct pe contactele de lipire (Cl cu capsula de tip flat-pack sau
dispozitivele de tip SMD);

- componentele mai voluminoase sau mai grele (condensatoare electrolitice, transformatoare,
radiatoare etc.) trebuie fixate corespunzator pe cablaj, de obicei cu ajutorul unor dispozitive mecanice
de sustinere (socluri, coliere de strangere, suruburi si piulite s.a.);

- echiparea cu componente a placilor de cablaj imprimat necesitd o operatie anterioara de
pregatire sau formare a componentelor, prin aducerea terminalelor acestora la forma cea mai
avantajoasa pentru echipare si contactare.

- componentele trebuie formate astfel incat marcajul sa fie dispus in sus pentru o facila
identificare atunci cand placa este privita perpendicular pe fata de dispunere a componentelor;
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- trebuie avut grija ca raza de indoire a terminalelor componentelor sa nu fie prea mica (sub 1,5
mm) iar aceasta operatie sa nu se efectueze prea brusc, pentru a nu afecta integritatea terminalelor;

- in scopul reducerii solicitarii termice a componentelor in procesul de lipire dar si in timpul
functionarii montajului, se recomanda acele moduri de formare si montare care asigura o distanta
suficientd a componentei fatd de placa si o lungime suficientd a terminalelor (de exemplu diodele
redresoare, de comutatie si Zener cilindrice evacueaza caldura prin terminale si din aceasta cauza
trebuie sa fie formate cu terminale mai lungi);

- pe cat posibil se prefera montarea orizontala a componentelor cu terminale axiale; doar in
cazuri speciale (din considerente de spatiu disponibil foarte mic) se pot monta aceste componente si
vertical.

In fig.6 se dau exemple de conectare a unor componente prin gaura.
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Fig.6. Exemple de conectare a unor componente prin gaura
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Ca reguli de proiectare in spiritul DFM  se recomanda ca:

- dispunerea componentelor pe placa de cablaj sa fie cat mai ordonata, ceea ce faciliteaza
montarea, lipirea si depanarea si permite controlul influentelor electrice reciproce;

- componentele cu montare axiala sa fie dispuse in randuri ordonate, avand pe cat posibil
aceeasi orientare si aceeasi dimensiune de montare;

- componentele polarizate (diode, condensatoare electrolitice s.a.) sa fie ordonate avandu-se in
vedere directia de polarizare.
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